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(57)【要約】
【課題】周辺電極に周辺隔壁が影響を与えることを抑止
する表示パネルの構造を提供する。
【解決手段】基板と、前記基板の上方であって画像表示
領域に配された発光素子アレイと、前記基板の上方であ
って平面視において前記画像表示領域の周辺の周辺領域
に配された電極と、前記電極上に配された親液性絶縁層
と、フッ素を含む撥液性の樹脂材料を含み、前記周辺領
域内で、外周縁のうち平面視において前記電極上に位置
する部分に配された周辺隔壁と、を備え、前記親液性絶
縁層は、前記周辺隔壁の材料よりフッ素含有率の低い樹
脂材料を含み、前記周辺隔壁の少なくとも角部は、前記
親液性絶縁層上に配されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板の上方であって画像表示領域に配された発光素子アレイと、
　前記基板の上方であって平面視において前記画像表示領域の周辺の周辺領域に配された
電極と、
　前記電極上に配された親液性絶縁層と、
　フッ素を含む撥液性の樹脂材料を含み、前記周辺領域内で、外周縁のうち平面視におい
て前記電極上に位置する部分に配された周辺隔壁と、
　を備え、
　前記親液性絶縁層は、前記周辺隔壁の材料よりフッ素含有率の低い樹脂材料を含み、
　前記周辺隔壁の少なくとも角部は、前記親液性絶縁層上に配されている
　ことを特徴とする表示パネル。
【請求項２】
　基板と、
　前記基板の上方であって画像表示領域に配された発光素子アレイと、
　前記基板の上方であって平面視において前記画像表示領域の周辺の周辺領域に配された
電極と、
　前記電極上に配された親液性絶縁層と、
　フッ素を含む撥液性の樹脂材料を含み、前記周辺領域内で、外周縁のうち平面視におい
て前記電極上に位置する部分が前記親液性絶縁層上に配された周辺隔壁と
　を備え、
　前記親液性絶縁層は、前記周辺隔壁の材料よりフッ素含有率の低い樹脂材料を含む
　ことを特徴とする表示パネル。
【請求項３】
　前記親液性絶縁層の材料は、フッ素を含まない
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の表示パネル。
【請求項４】
　前記周辺隔壁は、前記画像表示領域と前記周辺領域とを区画する
　ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の表示パネル。
【請求項５】
　平面視において、前記親液性絶縁層は、前記周辺隔壁より前記周辺領域側に延在してい
る
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の表示パネル。
【請求項６】
　前記親液性絶縁層の上方に前記周辺隔壁が必ず存在している
　ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の表示パネル。
【請求項７】
　前記発光素子アレイを構成する各発光素子は、画素電極と、機能層と、共通電極とを備
え、
　前記周辺電極と前記画素電極は、同一の材料から構成される
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の表示パネル。
【請求項８】
　前記電極は、前記共通電極と電気的に接続されている
　ことを特徴とする請求項７に記載の表示パネル。
【請求項９】
　前記発光素子アレイは、行列状に配された複数の発光素子と、撥液性を有する樹脂材料
を含み列方向に延伸し前記発光素子を行方向に区画する列バンクと、前記行バンクより撥
液性の低い樹脂材料を含み前記発光素子を列方向に区画する行バンクとを含み、
　前記親液性絶縁層と、前記行バンクとは、同一の材料で構成される
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　ことを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の表示パネル。
【請求項１０】
　前記周辺隔壁と、前記列バンクとは、同一の材料で構成される
　ことを特徴とする請求項９に記載の表示パネル。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の表示パネルを備える表示装置。
【請求項１２】
　平面視において、画像表示領域とその周辺の周辺領域とを有するＥＬ表示パネルの製造
方法であって、
　基板を準備し、
　基板の上方に、前記画像表示領域に対応する範囲に画素電極を形成し、
　基板の上方に、前記周辺領域に対応する範囲に周辺電極を形成し、
　感光性の樹脂材料を用いて、前記周辺電極のうち少なくとも内周側を被覆する親液性絶
縁層と、前記画素電極を列方向に区画する行バンクとを形成し、
　感光性であって前記親液性絶縁層の材料よりフッ素含有率の大きい樹脂材料を用いて、
少なくとも角部が前記親液性絶縁層上に位置する周辺隔壁と、前記画素電極を行方向に区
画する列バンクとを形成し、
　前記画素電極の上方に、機能層を形成し、
　前記機能層の上方および前記周辺電極上に、共通電極を形成する
　ことを特徴とする表示パネルの製造方法。
【請求項１３】
　平面視において、画像表示領域とその周辺の周辺領域とを有するＥＬ表示パネルの製造
方法であって、
　基板を準備し、
　基板の上方に、前記画像表示領域に対応する範囲に画素電極を形成し、
　基板の上方に、前記周辺領域に対応する範囲に周辺電極を形成し、
　感光性の樹脂材料を用いて、前記周辺電極のうち少なくとも内周側を被覆する親液性絶
縁層と、前記画素電極を列方向に区画する行バンクとを形成し、
　感光性であって前記親液性絶縁層の材料よりフッ素含有率の大きい樹脂材料を用いて、
前記親液性絶縁層の外周縁より内周側に位置する周辺隔壁と、前記画素電極を行方向に区
画する列バンクとを形成し、
　前記画素電極の上方に、機能層を形成し、
　前記機能層の上方および前記周辺電極上に、共通電極を形成する
　ことを特徴とする表示パネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は、電界発光現象を利用したＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）
素子を用いた表示パネル、及び、それを用いた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルテレビ等の表示装置に用いられる表示パネルとして、基板上に有機ＥＬ
素子をマトリックス状に複数配列した有機ＥＬ表示パネルが実用化されている。
　この有機ＥＬ表示パネルでは、一般に各有機ＥＬ素子の発光層と、隣接する有機ＥＬ素
子とは、絶縁材料からなる絶縁層で仕切られている。各有機ＥＬ素子は、陽極と陰極の一
対の電極の間に有機発光材料を含む発光層等の機能膜が配設された素子構造を有し、駆動
時には、一対の電極対間に電圧を印加し、陽極から発光層に注入されるホールと、陰極か
ら発光層に注入される電子との再結合に伴って発光する。
【０００３】
　近年、デバイスの大型化が進み、効率の良い機能膜の成膜方法として、機能性材料を含
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むインクをインクジェット法等に基づいて塗布する湿式プロセスが提案されている。湿式
プロセスは機能膜を塗り分ける際の位置精度が基板サイズに依存せず、デバイスの大型化
への技術的障壁が比較的低いメリットがある。湿式プロセスを用いた有機ＥＬ表示パネル
は、一般に基板上に隔壁（バンク）を備えており、隔壁で区画された領域内に発光層が形
成される。
【０００４】
　隔壁の配置方法は、例えば、以下のような配置がある。一つは、格子状に隔壁を配置し
、発光部ごとに領域を区画するピクセルバンクである。もう一つは、各条が一方向に延伸
する複数条の隔壁を並設し、当該一方向に並ぶ発光部の列ごとに、領域を区画するライン
バンク（例えば、特許文献１参照。）である。このようなラインバンクでは、インクが隔
壁を乗り越えることによる混色等を抑止するため、撥液性材料が用いられ、または、表面
に撥液性を付加するための加工がなされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－４３４９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　有機ＥＬ表示パネル等の表示パネルでは、パネルの中央部に発光素子が配される画像表
示領域が形成され、その周辺の周辺領域に対向電極に給電するための周辺電極や配線が配
される。しかしながら、周辺領域の面積を狭くする、いわゆる狭額縁化の要請から、周辺
電極上に、撥液性材料を用いた周辺隔壁が形成される場合がある。このとき、特に、フッ
素を含む周辺隔壁が電極に直接的に接触していると、電極と周辺隔壁との密着性の低下に
よる周辺隔壁の剥離が懸念される。
【０００７】
　本開示は、周辺領域内において電極上に配された隔壁の剥離を抑止する表示パネルの構
造を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の一態様に係る表示パネルは、基板と、前記基板の上方であって画像表示領域に
配された発光素子アレイと、前記基板の上方であって平面視において前記画像表示領域の
周辺の周辺領域に配された電極と、前記電極上に配された親液性絶縁層と、フッ素を含む
撥液性の樹脂材料を含み、前記周辺領域内で、外周縁のうち平面視において前記電極上に
位置する部分に配された周辺隔壁とを備え、前記親液性絶縁層は、前記周辺隔壁の材料よ
りフッ素含有率の低い樹脂材料を含み、前記周辺隔壁の少なくとも角部は、前記親液性絶
縁層上に配されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　上記態様の表示パネルによれば、周辺隔壁の剥離を抑止し、これにより周辺隔壁の製造
工程が表示パネルに与える影響を小さくできるため、安定した品質の表示パネルを実現で
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態に係る表示パネル１０の構成を模式的に示す平面図である。
【図２】実施の形態に係る表示パネル１０の構成を模式的に示す平面図であり、図１のＸ
０部の拡大図である。
【図３】実施の形態に係る表示パネル１０の構成を模式的に示す断面図であり、（ａ）は
図２のＡ－Ａに対応し、（ｂ）は図２のＢ－Ｂに対応する。
【図４】実施の形態に係る表示パネル１０の製造方法を示すフローチャートである。
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【図５】実施の形態に係る表示パネル１０の製造工程の一部を模式的に示す部分断面図で
あり、図２のＡ－Ａに対応する。（ａ）は、基板が形成された状態を示す。（ｂ）は、基
板上に画素電極材料層が形成された状態を示す。（ｃ）は、画素電極材料層がパターニン
グされて画素電極と周辺電極とが形成された状態を示す。（ｄ）は、画素電極、周辺電極
および層間絶縁層上に第１レジスト層が塗布された状態を示す。（ｅ）は、画素電極、周
辺電極および層間絶縁層上に行バンク及び親液性絶縁層が形成された状態を示す。
【図６】実施の形態に係る表示パネル１０の製造工程の一部を模式的に示す部分断面図で
あり、図２のＡ－Ａに対応する。（ａ）は、第２レジスト層が塗布された状態を示す。（
ｂ）は、列バンク及び周辺隔壁が形成された状態を示す。（ｃ）は、画像表示領域に正孔
注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層が形成された状態を示す。（ｄ）
は、共通電極、封止層が形成された状態を示す。
【図７】実施の形態に係る表示パネル１０の製造工程の一部を模式的に示す部分断面図で
あり、図２のＢ－Ｂに対応する。（ａ）は、基板が形成された状態を示す。（ｂ）は、基
板上に画素電極材料層が形成された状態を示す。（ｃ）は、画素電極材料層がパターニン
グされて画素電極と周辺電極とが形成された状態を示す。（ｄ）は、画素電極、周辺電極
および層間絶縁層上に第１レジスト層が塗布された状態を示す。（ｅ）は、画素電極、周
辺電極および層間絶縁層上に行バンク及び親液性絶縁層が形成された状態を示す。
【図８】実施の形態に係る表示パネル１０の製造工程の一部を模式的に示す部分断面図で
あり、図２のＢ－Ｂに対応する。（ａ）は、第２レジスト層が塗布された状態を示す。（
ｂ）は、列バンク及び周辺隔壁が形成された状態を示す。（ｃ）は、画像表示領域に正孔
注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層が形成された状態を示す。（ｄ）
は、共通電極、封止層が形成された状態を示す。
【図９】実施の形態に係る表示パネル１０の製造工程の一部を模式的に示す部分平面図で
あり、図２に対応する。（ａ）は、画素電極と周辺電極とが形成された状態を示す。（ｂ
）は、行バンク及び親液性絶縁層が形成された状態を示す。（ｃ）は、列バンク及び周辺
隔壁が形成された状態を示す。
【図１０】比較例に係る有機発光パネルの構成を模式的に示す平面図であり、図２に対応
する。
【図１１】比較例に係る有機発光パネルの構成を模式的に示す断面図であり、（ａ）は図
１０のＣ－Ｃに対応し、（ｂ）は図１０のＤ－Ｄに対応する。
【図１２】実施の形態に係る表示装置の概略構成を示す模式ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜本開示の一態様に至った経緯＞
　塗布方式で発光層や機能層を形成する場合、材料を溶解したインクを、隔壁間隙に塗布
する。上述したように、隔壁の頂部や側壁部の上部は、インクの乗り越えを防ぐために撥
液性が付与されている。また、インクは、発光素子が形成される画像表示領域の予定領域
に塗布されるが、インクが画像表示領域の周辺に位置する周辺領域の予定領域に漏出する
ことは、発光層や機能層の膜厚を制御する上でも、周辺領域を形成する上でも、当然に好
ましくない。したがって、画像表示領域と、その周辺の周辺領域とを区画する周辺隔壁を
形成することが好ましい。また、インクが周辺隔壁を乗り越えることを防ぐために、周辺
隔壁にも撥液性を付与することが好ましい。
【００１２】
　ところで、周辺領域には、画像表示領域を囲繞する周辺電極が形成されることが好まし
い。いわゆるトップエミッション型の発光素子では、画素電極に対向する共通電極には透
光性が要求されるため、ＩＴＯ（酸化インジウム錫）やＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）な
どの酸化物導電体が用いられることが多い。しかしながら、これらの酸化物導電体はシー
ト抵抗が金属と比べて高いため、特に大型の表示パネルでは、周辺領域に設けられる周辺
電極や、画像表示領域における発光素子間隙に設けられる補助電極を金属材料で形成する
ことが好ましい。特に、周辺電極は補助電極に給電するための電極を兼ねることが多く、



(6) JP 2019-192594 A 2019.10.31

10

20

30

40

50

特に表面積を大きくとることが好ましい。一方で、周辺電極と周辺隔壁とが離間している
と、周辺領域の面積が増えて表示パネルにおける画像表示領域の割合が減少する。また、
画素電極は光反射性が要求されるため金属材料が用いられることが多く、画素電極と周辺
電極は同一材料で形成が可能である。したがって、周辺電極の形成工程を画素電極の形成
工程と別途行うよりも、単一の金属層をパターニングして画素電極と周辺電極とをまとめ
て形成する方が、製造工程の簡略化の点で有効である。このとき、画素電極と周辺電極と
の距離を画素電極間の距離程度に留めておき、周辺隔壁の内周側を絶縁層である周辺隔壁
で被覆することにより、画像表示領域と周辺領域との間隔を必要最小限とする構成が容易
となる。
【００１３】
　しかしながら、発明者らは、上記構成において以下の課題が発生することを発見した。
周辺電極はシート抵抗値が低く可視光の反射率が高い、アルミニウム、アルミニウム合金
などの金属材料を用いることが好ましい。一方で、周辺隔壁は少なくとも表面が撥液性を
備えることが好ましいため、少なくとも表面においてフッ素化合物を含む。したがって、
周辺隔壁が周辺電極上に直接接触していると、周辺隔壁に含まれるフッ素化合物が周辺電
極に影響を及ぼすことがある。特に、周辺隔壁をフッ素化合物含有の感光性樹脂材料（い
わゆるフォトレジスト）で形成する場合、周辺隔壁の現像工程において、周辺電極がフッ
素化合物を含む現像液に晒される。したがって、現像液に晒された周辺電極の表面がフッ
素化合物によって溶出する。この周辺電極の表面の溶出が周辺隔壁と周辺電極との接触界
面において発生すると、周辺隔壁と周辺電極との密着性が低下し、周辺隔壁が基板から剥
がれる懸念がある。
【００１４】
　また、隔壁と周辺電極との剥離は、上記構成以外の状況でも発生しうる。例えば、周辺
電極の一部の上に、ダミー画素を構成するために枠状の隔壁を構成する場合である。この
ような場合でも、枠状の隔壁の外周縁が周辺電極に直接接触していると、同様に隔壁の剥
がれが生じる懸念がある。また、直線状または曲線状の孤立した隔壁が周辺電極上に存在
する場合、当該隔壁の周縁が周辺電極に直接接触していると、同様に隔壁の剥がれが生じ
る懸念がある。
【００１５】
　さらに、周辺隔壁等がいわゆるフォトレジストではなく、非感光性の樹脂で形成される
場合においても、パターニングの際、周辺隔壁と周辺電極との接触界面がエッチングガス
やエッチング液に曝露される。したがって、フッ素含有の隔壁と電極が直接接触している
限り、同様の課題が発生する。
　発明者は、周辺電極と、周辺電極上に撥液性の隔壁を有する表示パネルにおいて、周辺
電極と隔壁との密着性を改善する構成について検討し、本開示に至ったものである。
【００１６】
　＜開示の態様＞
　本開示の一態様に係る表示パネルは、基板と、前記基板の上方であって画像表示領域に
配された発光素子アレイと、前記基板の上方であって平面視において前記画像表示領域の
周辺の周辺領域に配された電極と、前記電極上に配された親液性絶縁層と、フッ素を含む
撥液性の樹脂材料を含み、前記周辺領域内で、外周縁のうち平面視において前記電極上に
位置する部分に配された周辺隔壁と、を備え、前記親液性絶縁層は、前記周辺隔壁の材料
よりフッ素含有率の低い樹脂材料を含み、前記周辺隔壁の少なくとも角部は、前記親液性
絶縁層上に配されていることを特徴とする。
【００１７】
　上記態様の表示パネルによれば、周辺隔壁の剥離を抑止し、これにより周辺隔壁の製造
工程が表示パネルに与える影響を小さくできるため、安定した品質の表示パネルを実現で
きる。
　本開示の別の一態様に係る表示パネルは、基板と、前記基板の上方であって画像表示領
域に配された発光素子アレイと、前記基板の上方であって平面視において前記画像表示領
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域の周辺の周辺領域に配された電極と、前記電極上に配された親液性絶縁層と、フッ素を
含む撥液性の樹脂材料を含み、前記周辺領域内で、外周縁のうち平面視において前記電極
上に位置する部分が前記親液性絶縁層上に配された周辺隔壁とを備え、前記親液性絶縁層
は、前記周辺隔壁の材料よりフッ素含有率の低い樹脂材料を含むことを特徴とする。
【００１８】
　上記態様の表示パネルによれば、周辺隔壁の剥離を抑止し、これにより周辺隔壁の製造
工程が表示パネルに与える影響を小さくできるため、安定した品質の表示パネルを実現で
きる。
　また、本開示の別の一態様に係る表示パネルは、前記親液性絶縁層の材料は、フッ素を
含まない、としてもよい。
【００１９】
　上記構成によれば、親液性絶縁層が周辺領域に対する影響を与えないため、より安定し
た品質の表示パネルを実現できる。
　また、本開示の別の一態様に係る表示パネルは、前記周辺隔壁は、前記画像表示領域と
前記周辺領域とを区画する、としてもよい。
　上記構成によれば、撥液性を有する周辺隔壁により周辺領域に発光素子アレイの材料が
漏出することを抑止することができる。
【００２０】
　また、本開示の別の一態様に係る表示パネルは、平面視において、前記親液性絶縁層は
、前記周辺隔壁より前記周辺領域側に延在している、としてもよい。
　上記構成によれば、周辺隔壁が周辺電極に影響を与えることをより強く抑止できるため
、安定した品質の表示パネルを実現できる。
　また、本開示の別の一態様に係る表示パネルは、前記親液性絶縁層の上方に前記周辺隔
壁が必ず存在している、としてもよい。
【００２１】
　上記構成によれば、親液性絶縁層が占める面積を最小限とすることができる。
　また、本開示の別の一態様に係る表示パネルは、前記発光素子アレイを構成する各発光
素子は、画素電極と、機能層と、共通電極とを備え、前記周辺電極と前記画素電極は、同
一の材料から構成される、としてもよい。
　上記構成によれば、周辺電極と画素電極とを同時に形成できるため、より簡便かつ効率
よく表示パネルを製造することができる。
【００２２】
　また、本開示の別の一態様に係る表示パネルは、前記周辺電極は、前記共通電極と電気
的に接続されている、としてもよい。
　上記構成によれば、電圧降下を抑止しながら効率よく共通電極に給電することが可能と
なる。
　また、本開示の別の一態様に係る表示パネルは、前記発光素子アレイは、行列状に配さ
れた複数の発光素子と、撥液性を有する樹脂材料を含み列方向に延伸し前記発光素子を行
方向に区画する列バンクと、前記行バンクより撥液性の低い樹脂材料を含み前記発光素子
を列方向に区画する行バンクとを含み、前記親液性絶縁層と、前記行バンクとは、同一の
材料で構成される、としてもよい。
【００２３】
　上記構成によれば、親液性絶縁層と行バンクとを同時に形成できるため、より簡便かつ
効率よく表示パネルを製造することができる。
　また、本開示の別の一態様に係る表示パネルは、前記周辺隔壁と、前記列バンクとは、
同一の材料で構成される、としてもよい。
　上記構成によれば、周辺隔壁と列バンクとを同時に形成できるため、より簡便かつ効率
よく表示パネルを製造することができる。
【００２４】
　また、本開示の一態様に係る表示装置は、本開示のいずれかの一態様に係る表示パネル
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を備える。
また、本開示の一態様に係る表示パネルの製造方法は、平面視において、画像表示領域と
その周辺の周辺領域とを有する表示パネルの製造方法であって、基板を準備し、基板の上
方に、前記画像表示領域に対応する範囲に画素電極を形成し、基板の上方に、前記周辺領
域に対応する範囲に周辺電極を形成し、感光性の樹脂材料を用いて、前記周辺電極のうち
少なくとも内周側を被覆する親液性絶縁層と、前記画素電極を列方向に区画する行バンク
とを形成し、感光性であって前記親液性絶縁層の材料よりフッ素含有率の大きい樹脂材料
を用いて、少なくとも角部が前記親液性絶縁層上に位置する周辺隔壁と、前記画素電極を
行方向に区画する列バンクとを形成し、前記画素電極の上方に、機能層を形成し、前記機
能層の上方および前記周辺電極上に、共通電極を形成することを特徴とする。
【００２５】
　また、本開示の別の一態様に係る表示パネルの製造方法は、平面視において、画像表示
領域とその周辺の周辺領域とを有する表示パネルの製造方法であって、基板を準備し、基
板の上方に、前記画像表示領域に対応する範囲に画素電極を形成し、基板の上方に、前記
周辺領域に対応する範囲に周辺電極を形成し、感光性の樹脂材料を用いて、前記周辺電極
のうち少なくとも内周側を被覆する親液性絶縁層と、前記画素電極を列方向に区画する行
バンクとを形成し、感光性であって前記親液性絶縁層の材料よりフッ素含有率の大きい樹
脂材料を用いて、前記親液性絶縁層の外周縁より内周側に位置する周辺隔壁と、前記画素
電極を行方向に区画する列バンクとを形成し、前記画素電極の上方に、機能層を形成し、
前記機能層の上方および前記周辺電極上に、共通電極を形成することを特徴とする。
【００２６】
　上記態様の表示パネルの製造方法によれば、周辺電極に周辺隔壁が影響を与えず周辺隔
壁と周辺電極との密着性が向上するため、安定した品質の表示パネルを効率よく製造する
ことができる。
　＜実施の形態＞
　１．表示パネル１０の全体構成
　１．１　概要
　実施の形態に係る表示パネルの一形態としての有機発光パネル１０（以下、「表示パネ
ル１０」と称する）について、図面を用いて説明する。なお、図面は模式図であって、そ
の縮尺は実際とは異なる場合がある。
【００２７】
　図１は、表示パネル１０の模式平面図である。
　表示パネル１０は、有機化合物の電界発光現象を利用した有機ＥＬ表示パネルであり、
薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）が形成された
基板１００ｘ（ＴＦＴ基板）に、各々が画素を構成する複数の発光素子（有機ＥＬ素子１
００）が行列状に配され、上面より光を発するトップエミッション型の構成を有する。こ
こで、本明細書では、図１におけるＸ方向、Ｙ方向、Ｚ方向を、それぞれ、表示パネル１
０における、行方向、列方向、厚み方向、とする。
【００２８】
　図１に示すように、表示パネル１０は、有機ＥＬ素子１００が行列状に配される画像表
示領域１０ａ（Ｘ方向、Ｙ方向において言及する場合はそれぞれ１０Ｘａ、１０Ｙａとす
る）と、画像表示領域１０ａを囲繞する周辺領域１０ｂ（Ｘ方向、Ｙ方向において言及す
る場合はそれぞれ１０Ｘｂａ、１０Ｙｂとする）とから構成されている。画像表示領域１
０ａは、各有機ＥＬ素子１００を行方向に区画する列バンク５２２Ｙと、列方向に区画す
る行バンク１２２Ｘによって行列状に区画され、画像表示領域１０ａを囲繞するように、
画像表示領域１０ａと周辺領域１０ｂの境界に周辺隔壁３２０が形成されている。周辺領
域１０ｂには、周辺隔壁３２０を取り囲むように、周辺電極３００が形成されている。な
お、図１には示していないが、周辺電極３００を取り囲むように、封止部材が形成されて
いる。
【００２９】
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　１．２　周辺隔壁３２０近傍の構成
　図２は、図１におけるＸ０部の拡大平面図である。
　表示パネル１０の画像表示領域１０ａには、有機ＥＬ素子１００に対応する単位画素１
００ｅが行列状に配されている。
　各単位画素１００ｅには、有機化合物により光を発する領域である、赤色に発光する１
００ａＲ、緑色に発光する１００ａＧ、青色に発光する１００ａＢ（以後、１００ａＲ、
１００ａＧ、１００ａＢを区別しない場合は、「１００ａ」と略称する）の３種類の自己
発光領域１００ａが形成されている。すなわち、図２に示すように行方向に並んだ自己発
光領域１００ａＲ、１００ａＧ、１００ａＢのそれぞれに対応する３つのサブ画素１００
ｓｅが１組となりカラー表示における単位画素１００ｅを構成している。
【００３０】
　また、図２に示すように、表示パネル１０には、複数の画素電極１１９が基板１００ｘ
上に行及び列方向にそれぞれ所定の距離だけ離れた状態で行列状に配されている。画素電
極１１９は、平面視において矩形形状である。行列状に配された画素電極１１９は、行方
向に順に並んだ３つの自己発光領域１００ａＲ、Ｇ、Ｂに対応する。
　表示パネル１０では、バンク１２２の形状は、いわゆるライン状の絶縁層形式を採用し
、行方向に隣接する２つの画素電極１１９の行方向外縁及び外縁間に位置する基板１００
ｘ上の領域上方には、各条が列方向（図２のＹ方向）に延伸する列バンク５２２Ｙが複数
行方向に並設されている。
【００３１】
　一方、列方向に隣接する２つの画素電極１１９の列方向外縁及び外縁間に位置する基板
１００ｘ上の領域上方には、各条が行方向（図２のＸ方向）に延伸する行バンク１２２Ｘ
が複数列方向に並設されている。行バンク１２２Ｘが形成される領域は、画素電極１１９
上方の発光層１２３において有機電界発光が生じないために非自己発光領域１００ｂとな
る。そのため、自己発光領域１００ａの列方向における外縁は、行バンク１２２Ｘの列方
向外縁により規定される。
【００３２】
　隣り合う列バンク５２２Ｙ間を間隙５２２ｚと定義したとき、間隙５２２ｚには、自己
発光領域１００ａＲに対応する赤色間隙５２２ｚＲ、自己発光領域１００ａＧに対応する
緑色間隙５２２ｚＧ、自己発光領域１００ａＢに対応する青色間隙５２２ｚＢ（以後、間
隙５２２ｚＲ、間隙５２２ｚＧ、間隙５２２ｚＢを区別しない場合は、「間隙５２２ｚ」
とする）が存在し、表示パネル１０は、列バンク５２２Ｙと間隙５２２ｚとが交互に多数
並んだ構成を採る。
【００３３】
　また、図２に示すように、表示パネル１０では、複数の自己発光領域１００ａと非自己
発光領域１００ｂとが、間隙５２２ｚに沿って列方向に交互に並んで配されている。非自
己発光領域１００ｂには、画素電極１１９とＴＦＴのソースとを接続する接続凹部１１９
ｃ（コンタクトホール）があり、画素電極１１９に対して電気接続するための画素電極１
１９上のコンタクト領域１１９ｂ（コンタクトウインドウ）が設けられている。
【００３４】
　また、１つのサブ画素１００ｓｅにおいて、列方向に設けられた列バンク５２２Ｙと行
方向に設けられた行バンク１２２Ｘとは直交し、自己発光領域１００ａは列方向において
行バンク１２２Ｘと行バンク１２２Ｘの間に位置している。
　画像表示領域１０ａを囲繞する周辺領域１０ｂには、周辺電極３００が、画像表示領域
１０ａを取り囲むように配されている。また、周辺領域１０ｂと画像表示領域１０ａとの
境界において、画像表示領域１０ａを囲繞するように周辺隔壁３２０が形成されている。
周辺隔壁３２０の内周縁は、画像表示領域１０ａの最外周に位置する自己発光領域１００
ａの外周縁を規定する。また、周辺隔壁３２０の外周縁は、周辺領域１０ｂの内周縁を規
定する。さらに、周辺隔壁３２０はその外周側の一部が周辺電極３００上に位置しており
、少なくとも周辺隔壁３２０の外周縁と周辺電極３００との間には、親液性絶縁層３１０



(10) JP 2019-192594 A 2019.10.31

10

20

30

40

50

が内挿されている。すなわち、周辺隔壁３２０の外周縁は周辺電極３００とは直接接触し
ておらず、親液性絶縁層３１０を介して密着している。
【００３５】
　２．表示パネル１０の各部構成
　表示パネル１０における有機ＥＬ素子１００および周辺隔壁３２０近傍の構成を、図３
の断面図を用いて説明する。図３（ａ）は、図２におけるＡ－Ａで切断した模式断面図で
ある。図３（ｂ）は、図２におけるＢ－Ｂで切断した模式断面図である。
　本実施の形態に係る表示パネル１０は、Ｚ軸方向下方にＴＦＴが形成された基板１００
ｘ（ＴＦＴ基板）が構成され、その上に有機ＥＬ素子部が構成されている。
【００３６】
　（１）基板１００ｘ
　基板１００ｘは、絶縁材料である基材と、ＴＦＴ層と、層間絶縁層とを含む。ＴＦＴ層
には、サブ画素１００ｓｅごとに駆動回路が形成されている。
　基材は、例えば、ガラス基板、石英基板、シリコン基板、硫化モリブデン、銅、亜鉛、
アルミニウム、ステンレス、マグネシウム、鉄、ニッケル、金、銀などの金属基板、ガリ
ウム砒素などの半導体基板、プラスチック基板等を採用することができる。プラスチック
材料としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂いずれの樹脂を用いてもよい。例えば、ポリ
イミド（ＰＩ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリサルホン（ＰＳｕ）、ポリカーボ
ネート（ＰＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（
ＰＥＮ）、ポリブチレンテレフタレート、スチレン系、ポリオレフィン系、ポリウレタン
系、等の各種熱可塑性エラストマー、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル、シリコーン樹
脂、ポリウレタン等、またはこれらを主とする共重合体、ブレンド体、ポリマーアロイ等
が挙げられる。これらよりプロセス温度に対して耐久性を有するように選択し、１種、ま
たは２種以上を積層した積層体を用いることができる。
【００３７】
　層間絶縁層は、樹脂材料からなり、ＴＦＴ層の上面の段差を平坦化するためのものであ
る。樹脂材料としては、例えば、ポジ型の感光性材料が挙げられる。また、このような感
光性材料として、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、シロキサン系樹脂、フェノール系
樹脂等が挙げられる。
　（２）画素電極１１９および周辺電極３００
　基板１００ｘの上面に位置する層間絶縁層上には、画像表示領域１０ａにおいて、サブ
画素１００ｓｅ単位で画素電極１１９が、周辺領域１０ｂにおいて、画像表示領域１０ａ
を囲繞する周辺電極３００が、それぞれ設けられている。
【００３８】
　画素電極１１９は、発光層１２３へキャリアを供給するためのものであり、例えば陽極
として機能した場合は、発光層１２３へホールを供給する。画素電極１１９の形状は、矩
形形状をした平板状であり、画素電極１１９は行方向に所定の間隔をあけて、間隙５２２
ｚのそれぞれにおいて列方向に所定の間隔をあけて基板１００ｘ上に配されている。また
、基板１００ｘの上面に開設されたコンタクトホールを通して、画素電極１１９の一部を
基板１００ｘ方向に凹入された画素電極１１９の接続凹部１１９ｃとＴＦＴのソースとが
接続される。
【００３９】
　周辺電極３００は、後述する共通電極１２６へキャリアを供給するためのものであり、
例えば画素電極１１９が陽極として機能した場合は、対向電極たる共通電極１２６へ電子
を供給する。周辺電極３００の形状は、額縁形状をした平板状であり、画素電極１１９に
対して行方向及び列方向に所定の間隔をあけて基板１００ｘ上に配されている。
　画素電極１１９および周辺電極３００は、光反射性の金属材料からなる金属層を含む。
光反射性を具備する金属材料の具体例としては、Ａｇ（銀）、Ａｌ（アルミニウム）、ア
ルミニウム合金、Ｍｏ（モリブデン）、ＡＰＣ（銀、パラジウム、銅の合金）、ＡＲＡ（
銀、ルビジウム、金の合金）、ＭｏＣｒ（モリブデンとクロムの合金）、ＭｏＷ（モリブ
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デンとタングステンの合金）、ＮｉＣｒ（ニッケルとクロムの合金）などが挙げられる。
【００４０】
　画素電極１１９および周辺電極３００は、金属層単独で構成してもよいが、金属層の上
に、ＩＴＯ（酸化インジウム錫）やＩＺＯ（酸化インジウム亜鉛）のような金属酸化物か
らなる層を積層した積層構造としてもよい。
　（３）正孔注入層１２０、正孔輸送層１２１
　正孔注入層１２０は、画素電極１１９から発光層１２３への正孔（ホール）の注入を促
進させる目的で、画素電極１１９上に設けられている。正孔注入層１２０の材料の具体例
としては、例えば、ＰＥＤＯＴ／ＰＳＳ（ポリチオフェンとポリスチレンスルホン酸との
混合物）などの導電性ポリマー材料が挙げられる。
【００４１】
　なお、正孔注入層１２０は、遷移金属の酸化物で形成してもよい。遷移金属の具体例と
しては、Ａｇ（銀）、Ｍｏ（モリブデン）、Ｃｒ（クロム）、Ｖ（バナジウム）、Ｗ（タ
ングステン）、Ｎｉ（ニッケル）、Ｉｒ（イリジウム）などである。遷移金属は複数の酸
化数を取るため、複数の準位を取ることができ、その結果、正孔注入が容易になり、駆動
電圧の低減に寄与するからである。この場合、正孔注入層１２０は、大きな仕事関数を有
することが好ましい。
【００４２】
　正孔輸送層１２１は、正孔注入層１２０から注入された正孔を発光層１２３へ輸送する
機能を有し、正孔を正孔注入層１２０から発光層１２３へと効率よく輸送するため、正孔
移動度の高い有機材料で形成されている。正孔輸送層１２１の形成は、有機材料溶液の塗
布および乾燥により行われる。正孔輸送層１２１を形成する有機材料としては、ポリフル
オレンやその誘導体、あるいはポリアリールアミンやその誘導体等の高分子化合物を用い
ることができる。
【００４３】
　また、正孔輸送層１２１はトリアゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾー
ル誘導体、ポリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘導体及びピラゾロン誘導体、フェ
ニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導体、オキサゾー
ル誘導体、スチリルアントラセン誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチ
ルベン誘導体、ポルフィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合
物、ブタジエン化合物、ポリスチレン誘導体、ヒドラゾン誘導体、トリフェニルメタン誘
導体、テトラフェニルベンゼン誘導体を用いて形成されてもよい。特に好ましくは、ポリ
フィリン化合物、芳香族第三級アミン化合物及びスチリルアミン化合物等を用いてもよい
。この場合、正孔輸送層１２１は、真空蒸着法により形成される。なお、正孔輸送層１２
１の材料および製造方法は上述のものに限られず、正孔輸送機能を有する任意の材料を用
いてよく、正孔輸送層１２１の製造に用いることのできる任意の製造方法で形成されてよ
い。
【００４４】
　（４）バンク１２２
　画素電極１１９、正孔注入層１２０及び正孔輸送層１２１の端縁を被覆するように絶縁
物からなるバンク１２２が形成されている。バンク１２２は、列方向に延伸して行方向に
複数並設されている列バンク５２２Ｙと、行方向に延伸して列方向に複数並設されている
行バンク１２２Ｘとがあり、図２に示すように、列バンク５２２Ｙはバンク１２２Ｘと直
交する行方向に沿った状態で設けられており、列バンク５２２Ｙと行バンク１２２Ｘとで
格子状をなしている。また、列バンク５２２Ｙはバンク１２２Ｘの上面１２２Ｘｂよりも
高い位置に上面５２２Ｙｂを有する。
【００４５】
　行バンク１２２Ｘの形状は、行方向に延伸する線状であり、列方向に平行に切った断面
は上方を先細りとする順テーパー台形状である。行バンク１２２Ｘは、各列バンク５２２
Ｙを貫通するようにして、列方向と直交する行方向に沿った状態で設けられており、各々
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が列バンク５２２Ｙの上面５２２Ｙｂよりも低い位置に上１２２Ｘｂを有する。そのため
、行バンク１２２Ｘと列バンク５２２Ｙとにより、自己発光領域１００ａに対応する開口
が形成されている。
【００４６】
　行バンク１２２Ｘは、発光層１２３の材料となる有機化合物を含んだインクの列方向へ
の流動を制御する。そのため、行バンク１２２Ｘはインクに対する親液性が所定の値以上
であることが必要である。係る構成により、発光層１２３の材料となる有機化合物を含ん
だインクの列方向への流動性を高めサブ画素間のインク塗布量の変動を抑制する。行バン
ク１２２Ｘと列バンク５２２とによって区画された自己発光領域１００以外では、画素電
極１１９は露出することはなく、行バンク１２２Ｘが存在する領域では発光せず輝度には
寄与しない。
【００４７】
　行バンク１２２Ｘの厚みの上限膜厚は、２０００ｎｍより厚い場合はインクの濡れ広が
りが悪く、１２００ｎｍ以下の場合には、インクの濡れ広がりが更に良化する。また、下
限膜厚は、下限膜厚は、１００ｎｍ以上あれば、画素電極１１９端部がバンク１２２で被
覆され画素電極１１９と共通電極１２６がショートする事なく一定の歩留りで製造可能と
なる。２００ｎｍ以上あれば、膜厚バラつきにともなう上記のショート不良が軽減され安
定的に製造可能となる。バンク１２２に接続溝部を設ける場合における、溝部の底におけ
る膜厚も同様である。
【００４８】
　したがって、行バンク１２２Ｘの厚み、例えば、１００ｎｍ以上２０００ｎｍ以下、よ
り好ましくは２００ｎｍ以上１２００ｎｍ以下であることが好ましい。本実施の形態では
、約１０００ｎｍとした。
　列バンク５２２Ｙは、発光層１２３の材料となる有機化合物を含んだインクの列方向へ
の流動を堰き止めて形成される発光層１２３の行方向外縁を規定するものである。列バン
ク５２２Ｙの形状は、行方向に延伸する線状であり、列方向に平行に切った断面は上方を
縮幅する台形形状である。
【００４９】
　列バンク５２２Ｙは、行方向における各サブ画素１００ｓｅの自己発光領域１００ａの
外縁を規定する。そのため、列バンク５２２Ｙはインクに対する撥液性が所定の値以上で
あることが必要である。
　列バンク５２２Ｙの厚み、例えば、１００ｎｍ以上５０００ｎｍ以下、より好ましくは
２００ｎｍ以上３０００ｎｍ以下であることが好ましい。本実施の形態では、約２０００
ｎｍとした。
【００５０】
　行バンク１２２Ｘおよび列バンク５２２Ｙは、画素電極１１９の外縁と、共通電極１２
６との間における厚み方向（Ｚ方向）の電流リークを防止するために、バンク１２２は、
体積抵抗率が１×１０6 Ωｃｍ以上の絶縁性を備えていることが必要である。そのために
、バンク１２２は、は後述するように所定の絶縁材料からなる構成を採る。
　列バンク５２２Ｙは、絶縁性の樹脂材料からなる母材に、フッ素系化合物などの撥液性
の界面活性剤が添加されてなる。絶縁性の樹脂材料である母材としては、例えば、ポジ型
の感光性材料を用いることができ、具体的には、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、シ
ロキサン系樹脂、フェノール系樹脂等が挙げられる。なお、母材はポジ型の感光性材料に
限られず、例えば、ネガ型の感光材料を用いてもよいし、感光性でない材料を用いてもよ
い。
【００５１】
　行バンク１２２Ｘは、樹脂材料からなり、例えば、ポジ型の感光性材料を用いることが
できる。このような感光性材料として、具体的には、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂
、シロキサン系樹脂、フェノール系樹脂等が挙げられる。なお、樹脂材料はポジ型の感光
性材料に限られず、例えば、ネガ型の感光材料を用いてもよいし、感光性でない材料を用
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いてもよい。
【００５２】
　（５）親液性絶縁層３１０、周辺隔壁３２０
　周辺隔壁３２０は、画像表示領域１０ａを囲繞するように形成され、画像表示領域１０
ａと周辺領域１０ｂとの境界を規定する。周辺隔壁３２０の形状は、画像表示領域１０ａ
の外延に沿った額縁状であり、延伸方向に直交する向きに切った断面は上方を縮幅する台
形形状である。
【００５３】
　周辺隔壁３２０は、発光層１２３の材料となる有機化合物を含んだインクの周辺領域１
０ｂへの流出を防止するものである。そのため、周辺隔壁３２０は、列バンク５２２Ｙと
同様に、インクに対する撥液性が所定の値以上であることが必要である。また、周辺隔壁
３２０の厚みは、列バンク５２２Ｙと同程度、または、それ以上であることが好ましい。
　周辺隔壁３２０は、絶縁性の樹脂材料からなる母材に、フッ素系化合物などの撥液性の
界面活性剤が添加されてなる。絶縁性の樹脂材料である母材としては、例えば、ポジ型の
感光性材料を用いることができ、具体的には、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹脂、シロ
キサン系樹脂、フェノール系樹脂等が挙げられる。なお、母材はポジ型の感光性材料に限
られず、例えば、ネガ型の感光材料を用いてもよいし、感光性でない材料を用いてもよい
。なお、周辺隔壁３２０は、列バンク５２２Ｙと同じ材料を用いて形成されてもよく、さ
らに、列バンク５２２Ｙと一体成形されてもよい。
【００５４】
　親液性絶縁層３１０は、周辺隔壁３２０の少なくとも外周縁が周辺電極３００に直接接
触することを抑止するために設けられる。親液性絶縁層３１０の形状は、周辺隔壁３２０
の少なくとも外周縁を含む額縁状であり、延伸方向に直交する向きに切った断面は上方を
縮幅する台形形状である。
　親液性絶縁層３１０は、周辺隔壁３２０の材料に含まれる撥液性の成分、具体的にはフ
ッ素系化合物から周辺電極３００を保護する保護層として機能する。したがって、親液性
絶縁層３１０は、撥液性が低く、周辺隔壁３２０と比較してフッ素系化合物の含有率が低
い。また、親液性絶縁層３１０は、フッ素系化合物を全く含まない、としてもよい。
【００５５】
　親液性絶縁層３１０は、樹脂材料からなり、例えば、ポジ型の感光性材料を用いること
ができる。このような感光性材料として、具体的には、アクリル系樹脂、ポリイミド系樹
脂、シロキサン系樹脂、フェノール系樹脂等が挙げられる。なお、樹脂材料はポジ型の感
光性材料に限られず、例えば、ネガ型の感光材料を用いてもよいし、感光性でない材料を
用いてもよい。なお、親液性絶縁層３１０は、行バンク１２２Ｘと同じ材料を用いて形成
されてもよく、さらに、行バンク１２２Ｘと一体成形されてもよい。
【００５６】
　なお、本発明における、フッ素含率とは、バンク、周辺隔壁３２０、親液性絶縁層３１
０、列バンク５２２Ｙ、および行バンク１２２Ｘのそれぞれの上面の表面におけるフッ素
含率をいう。表面にＦイオンが存在しているかの分析は、例えば、TOF-SIMS装置において
行う。この方法において、１次イオンとしてBiを使用し、分析では表面～2nm程度から得
られる２次イオンを検出することにより、フッ素含率を測定したものである。
【００５７】
　（６）発光層１２３
　発光層１２３は、開口部内において正孔輸送層１２１上に形成されている。発光層１２
３は、正孔と電子の再結合によりＲ、Ｇ、Ｂの各色の光を出射する機能を有する。発光層
１２３の材料としては、公知の材料を利用することができる。
　発光層１２３に含まれる有機発光材料としては、例えば、オキシノイド化合物、ペリレ
ン化合物、クマリン化合物、アザクマリン化合物、オキサゾール化合物、オキサジアゾー
ル化合物、ペリノン化合物、ピロロピロール化合物、ナフタレン化合物、アントラセン化
合物、フルオレン化合物、フルオランテン化合物、テトラセン化合物、ピレン化合物、コ
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ロネン化合物、キノロン化合物およびアザキノロン化合物、ピラゾリン誘導体およびピラ
ゾロン誘導体、ローダミン化合物、クリセン化合物、フェナントレン化合物、シクロペン
タジエン化合物、スチルベン化合物、ジフェニルキノン化合物、スチリル化合物、ブタジ
エン化合物、ジシアノメチレンピラン化合物、ジシアノメチレンチオピラン化合物、フル
オレセイン化合物、ピリリウム化合物、チアピリリウム化合物、セレナピリリウム化合物
、テルロピリリウム化合物、芳香族アルダジエン化合物、オリゴフェニレン化合物、チオ
キサンテン化合物、シアニン化合物、アクリジン化合物、８－ヒドロキシキノリン化合物
の金属錯体、２－ビピリジン化合物の金属錯体、シッフ塩とＩＩＩ族金属との錯体、オキ
シン金属錯体、希土類錯体等の蛍光物質を用いることができる。また、トリス（２－フェ
ニルピリジン）イリジウムなどの燐光を発光する金属錯体等の公知の燐光物質を用いるこ
とができる。また、発光層１２３は、ポリフルオレンやその誘導体、ポリフェニレンやそ
の誘導体、あるいはポリアリールアミンやその誘導体等の高分子化合物等、もしくは前記
低分子化合物と前記高分子化合物の混合物を用いて形成されてもよい。
【００５８】
　（７）電子輸送層１２４
　電子輸送層１２４は、画像表示領域１０ａの内部において、複数のサブ画素１００ｓｅ
に共通して発光層１２３および行バンク１２２Ｘ、列バンク５２２Ｙ上に形成されており
、共通電極１２６から注入された電子を発光層１２３へと輸送する機能を有する。電子輸
送層１２４は、例えば、オキサジアゾール誘導体（ＯＸＤ）、トリアゾール誘導体（ＴＡ
Ｚ）、フェナンスロリン誘導体（ＢＣＰ、Ｂｐｈｅｎ）などを用い形成されている。
【００５９】
　（８）電子注入層１２５
　電子注入層１２５は、画像表示領域１０ａの内部において、複数のサブ画素１００ｓｅ
に共通して電子輸送層１２４上に設けられており、共通電極１２６から発光層１２３への
電子の注入を促進させる機能を有する。
　電子注入層１２５は、例えば、電子輸送性を有する有機材料に、電子注入性を向上させ
る金属材料がドープされてなる。ここで、ドープとは、金属材料の金属原子または金属イ
オンを有機材料中に略均等に分散させることを指し、具体的には、有機材料と微量の金属
材料を含む単一の相を形成することを指す。なお、それ以外の相、特に、金属片や金属膜
など、金属材料のみからなる相、または、金属材料を主成分とする相は、存在していない
ことが好ましい。また、有機材料と微量の金属材料を含む単一の相において、金属原子ま
たは金属イオンの濃度は均一であることが好ましく、金属原子または金属イオンは凝集し
ていないことが好ましい。金属材料としては、アルカリ金属、または、アルカリ土類金属
から選択されることが好ましく、ＢａまたはＬｉがより好ましい。本実施の形態では、Ｂ
ａが選択される。また、電子注入層１２５における金属材料のドープ量は５～４０ｗｔ％
が好ましい。本実施の形態では、２０ｗｔ％である。電子輸送性を有する有機材料として
は、例えば、オキサジアゾール誘導体（ＯＸＤ）、トリアゾール誘導体（ＴＡＺ）、フェ
ナンスロリン誘導体（ＢＣＰ、Ｂｐｈｅｎ）などのπ電子系低分子有機材料が挙げられる
。
【００６０】
　なお、電子注入層１２５は、アルカリ金属またはアルカリ土類金属から選択される金属
のフッ化物層を発光層１２３側に有していてもよい。
　（９）共通電極１２６
　共通電極１２６は、周辺電極３００、親液性絶縁層３１０、周辺隔壁３２０、電子輸送
層１２４上に共通して形成されており、陰極として機能する。
【００６１】
　共通電極１２６は、透光性と導電性とを兼ね備えており、金属材料で形成された金属層
、金属酸化物で形成された金属酸化物層のうち少なくとも一方を含んでいる。透光性を確
保するため、金属層の膜厚は１ｎｍ～５０ｎｍ程度である。金属層の材料としては、例え
ば、Ａｇ、Ａｇを主成分とする銀合金、Ａｌ、Ａｌを主成分とするＡｌ合金が挙げられる
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。Ａｇ合金としては、マグネシウム－銀合金（ＭｇＡｇ）、インジウム－銀合金が挙げら
れる。Ａｇは、基本的に低抵抗率を有し、Ａｇ合金は、耐熱性、耐腐食性に優れ、長期に
わたって良好な電気伝導性を維持できる点で好ましい。Ａｌ合金としては、マグネシウム
－アルミニウム合金（ＭｇＡｌ）、リチウム－アルミニウム合金（ＬｉＡｌ）が挙げられ
る。その他の合金として、リチウム－マグネシウム合金、リチウム－インジウム合金が挙
げられる。金属酸化物層の材料としては、例えば、ＩＴＯ（酸化インジウム錫）、ＩＺＯ
（酸化インジウム亜鉛）が挙げられる。
【００６２】
　共通電極１２６は、金属層単独、または、金属酸化物層単独で構成してもよいが、金属
層の上に金属酸化物層を積層した積層構造、あるいは金属酸化物層の上に金属層を積層し
た積層構造としてもよい。
　（１０）封止層１２７
　共通電極１２６の上には、封止層１２７が設けられている。封止層１２７は、基板１０
０ｘの反対側から不純物（水、酸素）が共通電極１２６、電子注入層１２５、電子輸送層
１２４、発光層１２３等へと侵入するのを防ぎ、不純物によるこれらの層の劣化を抑制す
る機能を有する。封止層１２７は、窒化シリコン（ＳｉＮ）、酸窒化シリコン（ＳｉＯＮ
）などの透光性材料を用い形成される。また、窒化シリコン（ＳｉＮ）、酸窒化シリコン
（ＳｉＯＮ）などの材料を用い形成された層の上に、アクリル樹脂、エポキシ樹脂などの
樹脂材料からなる封止樹脂層を設けてもよい。
【００６３】
　本実施の形態においては、表示パネル１０がトップエミッション型であるため、封止層
１２７は光透過性の材料で形成されることが必要となる。
　（１１）その他
　なお図３には示されないが、封止層１２７の上に、封止樹脂を介してカラーフィルタや
上部基板を貼り合せてもよい。上部基板を貼り合せることによって、正孔注入層１２０、
正孔輸送層１２１、発光層１２３、電子輸送層１２４、電子注入層１２５、共通電極１２
６を水分および空気などから保護できる。
【００６４】
　３．実施の形態に係る表示パネル１０の効果
　以下、模式断面図を用いて、実施の形態に係る親液性絶縁層３１０を有する表示パネル
１０と、親液性絶縁層を有しない有機発光パネルとの差異について説明する。図１０は、
比較例に係る有機発光パネルの模式平面拡大図であり、図２と同様に、画像表示領域と周
辺領域との境界近傍を拡大したものである。図１１は、比較例に係る有機発光パネルの模
式断面図であり、図１１（ａ）は図１０のＣ－Ｃで切断した模式断面図、図１１（ｂ）は
図１０のＤ－Ｄで切断した模式断面図を示す。
【００６５】
　図１０に示す比較例では、親液性絶縁層３１０を有さず、撥液性を有する周辺隔壁３２
０が周辺電極３００上に直接形成されている。比較例では、周辺隔壁３２０や列バンク５
２２Ｙのパターニング工程において、未硬化の材料レジスト層を現像液で取り除く。この
とき、共通電極１２６と封止層１２７は未形成であるため、周辺隔壁３２０に覆われてい
ない周辺電極３００表面は、現像液に暴露される。上述したように、周辺隔壁３２０や列
バンク５２２Ｙは撥液性を備えるためフッ素化合物を含むので、現像液にはフッ化化合物
が含まれる。一方、周辺電極３００は金属材料からなるため、その表面が現像液に含まれ
るフッ化化合物と反応して一部が溶出する。特に、この反応が周辺隔壁３２０と周辺電極
３００との界面で発生すると、周辺電極３００の周辺隔壁３２０に接触している部分が溶
け出し、周辺隔壁３２０と周辺電極３００との界面に亀裂状の剥がれが生じる。その結果
として、周辺隔壁３２０の外周縁の一部が周辺電極３００から浮き上がるため、周辺隔壁
３２０と周辺電極３００との密着性が大きく低下する。したがって、発光層の塗布工程に
おいて、剥がれた周辺隔壁３２０からインクが漏出していわゆる混色が生じる懸念がある
。なお、周辺隔壁３２０の形成時における現像時間を短縮すれば、周辺電極３００の表面
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が現像液に接する時間が短縮するため、周辺隔壁３２０と周辺電極３００との剥がれの懸
念は解消するものの、未硬化の材料レジスト層を十分に除去できなくなる懸念がある。す
なわち、周辺電極３００の表面腐食を抑止しようとすると、周辺隔壁３２０や列バンク５
２２Ｙの形状に不良が生じる、撥液性絶縁層が不必要な個所に絶縁層が存在するなどの形
成不良等が生じ得る、という二律背反の状態に陥る。
【００６６】
　一方、実施の形態に係る表示パネル１０では、少なくとも周辺隔壁３２０の外周縁と周
辺電極３００との間に、親液性絶縁層３１０が存在している。実施の形態に係る表示パネ
ル１０においても、周辺隔壁３２０や列バンク５２２Ｙのパターニング工程において、未
硬化の材料レジスト層を現像液で取り除く際に、親液性絶縁層３１０に覆われていない周
辺電極３００表面は、現像液に暴露される。しかしながら、親液性絶縁層３１０のフッ素
化合物の含有率は周辺隔壁３２０より少ない、または、含まない。したがって、親液性絶
縁層３１０と周辺電極３００との界面において、周辺電極３００の表面腐食を抑止するこ
とができる。さらに、周辺電極３００表面と周辺隔壁３２０との間に親液性絶縁層３１０
が介在しているため、親液性絶縁層３１０と周辺電極３００との界面において、現像液中
のフッ素化合物濃度は親液性絶縁層３１０がない場合ほど高くならない。これにより、周
辺隔壁３２０の剥がれを抑止することができる。ここで、周辺隔壁３２０の剥がれ抑制の
効果を確認するために、現像時間を長くして周辺隔壁３２０の剥がれを調べた結果を以下
の表に示す。ここで、現像時間は、列バンク５２２形成の際の現像時間において、発光層
等を形成させる自己発光領域１００の所定の全面において完全にレジストが除去された時
間を１として規格した時間である。比較例では、現像時間のマージンはほとんどない結果
であったが、本発明に係る実施例では、現像時間を１．４倍まで延長しても、周辺隔壁３
２０の剥がれが生じることはなかった。
【００６７】
【表１】

このため、周辺隔壁３２０や列バンク５２２Ｙ等の形成時において現像時間を十分に確保
することができ、現像時間の不足による周辺隔壁３２０や列バンク５２２Ｙの形成不良を
抑止することができる。
【００６８】
　４．表示パネル１０の製造方法
　次に、表示パネル１０の製造方法について、図面を用い説明する。図５、６は、表示パ
ネル１０の製造における各工程での状態を示す模式断面図であり、図２のＡ－Ａ断面図に
対応する。図７から図８は、表示パネル１０の製造における各工程での状態を示す模式断
面図であり、図２のＢ－Ｂ断面図に対応する。また、図９は、表示パネル１０の製造にお
ける各工程での状態を示す模式平面図である。また、図４は、表示パネル１０の製造方法
を示すフローチャートである。
【００６９】
　（１）基板１００ｘの作成
　まず、図５（ａ）、図７（ａ）に示すように、基材上にＴＦＴ層を成膜し、ＴＦＴ層上



(17) JP 2019-192594 A 2019.10.31

10

20

30

40

50

に層間絶縁層を形成して基板１００ｘを形成する（ステップＳ１０）。ＴＦＴ層は、公知
のＴＦＴの製造方法により成膜することができる。層間絶縁層は、例えば、プラズマＣＶ
Ｄ法、スパッタリング法などを用いて積層形成することができる。
【００７０】
　次に、層間絶縁層における、ＴＦＴ層のソース電極上の箇所にドライエッチングを行い
、コンタクトホールを生成する。コンタクトホールは、その底部にソース電極の底面が露
出されるように形成される。
　次に、コンタクトホールの内壁に沿って接続電極層を形成する。接続電極層の上部は、
その一部が層間絶縁層上に配される。接続電極層の形成は、例えば、スパッタリング法を
用いることができ、金属膜を成膜した後、フォトリソグラフィ法およびウェットエッチン
グ法を用いパターニングすることがなされる。
【００７１】
　（２）画素電極１１９、周辺電極３００の形成
　次に、図５（ｂ）、図７（ｂ）に示すように、基板１００ｘ上に画素電極材料層１１９
Ｘを形成する（ステップＳ２０）。画素電極材料層１１９Ｘは、例えば、真空蒸着法、ス
パッタリング法などを用いて形成することができる。
　そして、図５（ｃ）、図７（ｃ）に示すように、画素電極材料層１１９Ｘをエッチング
によりパターニングして、画像表示領域１０ａ内のサブ画素１００ｓｅごとに区画された
複数の画素電極１１９と、周辺領域１０ｂ内の周辺電極３００とを形成する（ステップＳ
３０）。形成された画素電極１１９と、周辺電極３００とは、平面視すると図９（ａ）の
模式図に示すように配される。
【００７２】
　（３）行バンク１２２Ｘ、親液性絶縁層３１０の形成
　次に、図５（ｄ）、図７（ｄ）に示すように、画素電極１１９、周辺電極３００、およ
び、基板１００ｘ上に、行バンク１２２Ｘおよび親液性絶縁層３１０の材料である感光性
樹脂を塗布し、第１レジスト層１２２Ａを形成する（ステップＳ４０）。感光性樹脂は、
例えば、ポジ型の感光性材料であるフェノール樹脂が用いられる。第１レジスト層１２２
Ａは、フェノール樹脂を溶媒に溶解させた溶液を画素電極１１９、周辺電極３００、およ
び、基板１００ｘ上にスピンコート法などを用いて一様に塗布することにより形成される
。
【００７３】
　そして、第１レジスト層１２２Ａにパターン露光と現像を行うことで、図５（ｅ）、図
７（ｅ）に示すように、行バンク１２２Ｘと親液性絶縁層３１０とを形成する（ステップ
Ｓ５０）。形成された行バンク１２２Ｘと親液性絶縁層３１０とは、平面視すると図９（
ｂ）の模式図に示すように配される。行バンク１２２Ｘは、列方向に隣接する画素電極１
１９間において、双方の画素電極１１９の一部を被覆し、且つ、コンタクトホールを被覆
するように形成される。一方、親液性絶縁層３１０は、少なくとも周辺隔壁３２０の外周
縁を含むように、所定の幅を有する額縁状に周辺電極３００上に配される。なお、図９（
ｂ）に示すように、画像表示領域１０ａと周辺領域１０ｂとの境界近傍において、行バン
ク１２２Ｘと親液性絶縁層３１０とが分離せず一体となった構成であってもよい。
【００７４】
　（４）列バンク５２２Ｙ、周辺隔壁３２０の形成
　次に、図６（ａ）、図８（ａ）に示すように、画素電極１１９、周辺電極３００、およ
び、基板１００ｘ上に、列バンク５２２Ｙおよび周辺隔壁３２０の材料である感光性樹脂
を塗布し、第２レジスト層５２２Ａを形成する（ステップＳ６０）。感光性樹脂は、例え
ば、ポジ型の感光性材料であるフェノール樹脂に、撥液性を有する界面活性剤であるフッ
素化合物が添加されて用いられる。第２レジスト層５２２Ａは、フェノール樹脂を溶媒に
溶解させた溶液を画素電極１１９、周辺電極３００、および、基板１００ｘ上にスピンコ
ート法などを用いて一様に塗布することにより形成される。
【００７５】
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　そして、第２レジスト層５２２Ａにパターン露光と現像を行うことで、図６（ｂ）、図
８（ｂ）に示すように、列バンク５２２Ｙと周辺隔壁３２０とを形成する（ステップＳ７
０）。形成された列バンク５２２Ｙと周辺隔壁３２０とは、平面視すると図９（ｃ）の模
式図に示すように配される。列バンク５２２Ｙは、行方向に隣接する画素電極１１９間に
おいて、双方の画素電極１１９の一部を被覆し、かつ、行バンク１２２Ｘを被覆するよう
に形成される。一方、周辺隔壁３２０は、少なくとも周辺隔壁３２０の外周縁が親液性絶
縁層３１０上に存在するように、所定の幅を有する額縁状に周辺電極３００上に配される
。なお、図９（ｃ）に示すように、画像表示領域１０ａと周辺領域１０ｂとの境界近傍に
おいて、列バンク５２２Ｙと周辺隔壁３２０とが分離せず一体となった構成であってもよ
い。
【００７６】
　最後に、行バンク１２２Ｘ、親液性絶縁層３１０、列バンク５２２Ｙ、周辺隔壁３２０
をまとめて焼成する。焼成は、例えば、１５０℃以上２１０℃以下の温度で６０分間行う
。
　（５）機能層の形成
　次に、行バンク１２２Ｘおよび列バンク５２２Ｙが規定する開口部に対し、正孔注入層
１２０の構成材料を含むインクを開口部内の画素電極１１９上に塗布し、焼成（乾燥）を
行って、正孔注入層１２０を形成する。次に、正孔輸送層１２１の構成材料を含むインク
を開口部内の正孔注入層１２０上に塗布し、焼成（乾燥）を行って、正孔輸送層１２１を
形成する（ステップＳ８０）。
【００７７】
　次に、発光層１２３の構成材料を含むインクを開口部内の発光層１２３上に塗布し、焼
成（乾燥）を行って、発光層１２３を形成する（ステップＳ９０）。
　次に、周辺隔壁３２０が規定する画像表示領域１０ａの全域に跨って、発光層１２３、
行バンク１２２Ｘ、および列バンク５２２Ｙ上に、電子輸送層１２４を構成する材料を真
空蒸着法またはスパッタリング法により各サブピクセルに共通して成膜し、電子輸送層１
２４を形成する。次に、電子輸送層１２４上に、電子注入層１２５を構成する材料を、蒸
着法、スピンコート法、キャスト法などの方法により電子輸送層１２４上に成膜し、各サ
ブ画素に１００ｓｅに共通して電子注入層１２５を形成する（ステップＳ１００）。図６
（ｃ）、図８（ｃ）は、電子輸送層１２４の成膜直後の状態を示す。
【００７８】
　（６）共通電極１２６の成膜
　次に、電子注入層１２５、親液性絶縁層３１０、周辺隔壁３２０、周辺電極３００上に
跨って、共通電極１２６を構成する材料を真空蒸着法またはスパッタリング法により各サ
ブ画素１００ｓｅおよび周辺電極３００に共通して成膜し、共通電極１２６を形成する（
ステップＳ１１０）。
【００７９】
　（７）封止層１２７の成膜
　最後に、図６（ｄ）、図８（ｄ）に示すように、共通電極１２６上に、封止層１２７を
形成する材料をＣＶＤ法またはスパッタリング法により各サブピクセルに共通して成膜し
、封止層１２７を形成する（ステップＳ１２０）。
　以上の工程を経ることにより表示パネル１０が完成する。
【００８０】
　なお、封止層１２７の上にカラーフィルタや上部基板を載置し、接合してもよい。
　５．有機ＥＬ表示装置の全体構成
　図１２は、表示パネル１０を備えた表示装置１０００の構成を示す模式ブロック図であ
る。図１２に示すように、表示装置１０００は、表示パネル１０と、これに接続された駆
動制御部２００とを含む構成である。駆動制御部２００は、４つの駆動回路２１０～２４
０と、制御回路２５０とから構成されている。
【００８１】
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　なお、実際の有機ＥＬ表示装置１０００では、表示パネル１０に対する駆動制御部２０
０の配置については、これに限られない。
　４．変形例
　（１）上記実施の形態においては、親液性絶縁層３１０は、平面視において周辺隔壁３
２０の外周縁を基準にその内周側と外周側とに存在するとした。しかしながら、親液性絶
縁層３１０は、平面視において周辺隔壁３２０の外周縁およびそのすぐ内周側の直下にお
いて、周辺電極３００と周辺隔壁３２０との間に介在していればよい。例えば、平面視し
たとき、親液性絶縁層３１０の外周縁と周辺隔壁３２０の外周縁とが一致していてもよい
。
【００８２】
　さらには、周辺隔壁の現像工程において、現像液に晒された周辺電極の表面がフッ素化
合物によって溶出し、これにより周辺隔壁が基板から剥がれる現象は、周辺隔壁３２０が
直線状である部分より折れ・曲がりがある部分で起こりやすく、周辺隔壁３２０の角部に
おいて最も起こりやすい。したがって、周辺隔壁３２０の外周縁のうち、折れ・曲がりが
ある部分のみ、すなわち、少なくとも周辺隔壁３２０の角部において、親液性絶縁層３１
０が、周辺電極３００と周辺隔壁３２０との間に介在していればよい。
【００８３】
　（２）上記実施の形態においては、周辺隔壁３２０は隙間なく画像表示領域１０ａを取
り囲むように形成されるとした。しかしながら、周辺隔壁３２０は、例えば、列バンク５
２２Ｙの両端に当たる、画像表示領域１０ａの列方向両端（図１における、画像表示領域
１０ａの上端及び下端）を塞ぐようにゲタ状に形成されてもよい。また、例えば、周辺隔
壁３２０は、例えば、列バンク５２２Ｙと平行に形成される部分、および／または、行バ
ンク１２２Ｘと接する部分の一部が切り欠かれた形状であってもよい。この場合において
、周辺隔壁３２０の外周縁であって、周辺領域１０ｂ内かつ周辺電極３００上に当たる部
分において、その直下に親液性絶縁層３１０が存在していればよい。
【００８４】
　また、周辺隔壁３２０に限られず、例えば、ダミー画素領域を区画する矩形上の隔壁な
ど、周辺領域１０ｂ内における列バンク５２２Ｙ同様の構造物が存在する場合には、その
隔壁の外周縁であって、周辺電極３００上に当たる部分において、その直下に親液性絶縁
層３１０が存在していればよい。
　（３）上記実施の形態においては、周辺電極３００は隙間なく画像表示領域１０ａを取
り囲むように形成されるとした。しかしながら、周辺電極３００は、例えば、列バンク５
２２Ｙに沿って画像表示領域１０ａの行方向外側（図１における、画像表示領域１０ａの
左側及び右側）のみに存在してもよいし、または、複数の領域に分割されて存在していて
もよい。または、例えば、その他の電極が周辺領域１０ｂに存在していてもよく、その電
極上に周辺隔壁が配される場合には、周辺隔壁の外周縁の直下となる部分において、上に
親液性絶縁層３１０が存在していればよい。
【００８５】
　（４）上記実施の形態においては、画素電極１１９と周辺電極３００、行バンク１２２
Ｘと親液性絶縁層３１０、列バンク５２２Ｙと周辺隔壁３２０を、それぞれ、同一の材料
を用いて同時に生成する場合について説明した。しかしながら、例えば、画素電極１１９
と周辺電極３００とは別途形成してもよいし、列バンク５２２Ｙと周辺隔壁３２０とを、
別途形成してもよい。
【００８６】
　（４）上記実施の形態においては、Ｒ、Ｇ、Ｂのそれぞれに発光する３種類の発光層を
設けた有機ＥＬ表示パネルについて説明したが、発光層の種類は２種類であってもよいし
、４種類以上であってもよい。ここで、発光層の種類とは発光層や機能層の膜厚のバリエ
ーションを指すものであり、同一の発光色であっても発光層や機能層の膜厚が異なる場合
は、種類が異なる発光層と考えてよい。また、発光層の配置についても、ＲＧＢＲＧＢ…
の配置に限られず、ＲＧＢＢＧＲＲＧＢ…の配置であってもよいし、画素と画素との間に
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補助電極層やその他の非発光領域を設けてもよい。補助電極層を設ける場合、補助電極層
は、周辺電極３００と電気的に接続されることが好ましい。また、補助電極層は、画素電
極１１９と周辺電極３００との少なくとも一方と同時に、同じ材料を用いて形成されても
よい。
【００８７】
　（５）上記実施の形態においては、有機ＥＬ素子１００において正孔注入層１２０、正
孔輸送層１２１、発光層１２３は全て塗布法により形成されるとしたが、他の方法、例え
ば、蒸着法、スパッタリング法などにより形成されるとしてもよい。
　また、正孔注入層１２０、正孔輸送層１２１、電子輸送層１２４、電子注入層１２５は
必ずしも上記実施の形態の構成である必要はない。いずれか１以上を備えないとしてもよ
いし、さらにほかの機能層を備えていてもよい。また、例えば、電子輸送層１２４と電子
注入層１２５に替えて、単一の電子注入輸送層を備える、としてもよい。
【００８８】
　（６）上記実施の形態においては、表示パネル１０はトップエミッション型であるとし
て、画素電極が光反射性を有し、共通電極が光透過性を有する場合について説明した。し
かしながら、本開示に係る表示パネルは、いわゆるボトムエミッション型であるとしても
よい。
　（７）上記実施の形態においては、表示パネル１０は発光素子として塗布型の有機ＥＬ
素子１００を備えるとしたが、表示パネル１０は発光素子として、蒸着型の有機ＥＬ素子
を備えるとしてもよい。また、本発明は、有機発光パネルに限られず、例えば、無機発光
パネルなど、それ以外の発光素子を備えるとしてもよいし、液晶パネルなどの非自己発光
パネルであってもよいし、広く金属膜上にフッ素含有のレジストパターンを形成する素子
であって、その金属膜がフォトリソの現像によりダメージを受ける場合に有効である。
【００８９】
　（８）以上、本開示に係る有機ＥＬ表示パネルおよび有機ＥＬ表示装置について、実施
の形態および変形例に基づいて説明したが、本発明は、上記の実施の形態および変形例に
限定されるものではない。上記実施の形態および変形例に対して当業者が思いつく各種変
形を施して得られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で実施の形態および変形例に
おける構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる
。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明は、フッ素を含む隔壁において画像表示領域と周辺領域とを区画する表示パネル
において、隔壁の剥離を抑止した表示パネルを製造するのに有用である。
【符号の説明】
【００９１】
　１０００　表示装置
　１０　表示パネル（有機発光パネル）
１０ａ　画像表示領域
　１０ｂ　周辺領域
　１００　有機ＥＬ素子
　１００ｅ　単位画素
　１００ｓｅ　サブ画素
　１００ｘ　基板
　１００ａ　自己発光領域
　１００ｂ　非自己発光領域
　１１９　画素電極
　１２０　正孔注入層
　１２１　正孔輸送層
　１２２Ｘ　行バンク



(21) JP 2019-192594 A 2019.10.31

10

　５２２Ｙ　列バンク
　１２３　発光層
　１２４　電子輸送層
　１２５　電子注入層
　１２６　共通電極
　１２７　封止層
　２００　駆動制御部
　２１０　駆動回路
　２５０　制御回路
　３００　周辺電極（電極）
　３１０　親液性絶縁層
　３２０　周辺隔壁

【図１】 【図２】
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